
 Vítejte v O-leaderu

Společnost O-Leading se snaží být vaším partnerem pro řešení na jednom místě v dodavatelském řetězci
EMS, včetně návrhu PCB, výroby PCB a montáže PCB (PCBA). Poskytujeme některé z nejpokročilejších
technologií PCB, včetně HDI PCB, vícevrstvých PCB, pevných PCB . Můžeme podporovat od rychlého
otočení prototypu po střední a hromadnou výrobu. 

Naši globální zákazníci jsou obecně našimi službami velmi ohromeni: Rychlá odezva, konkurenceschopné
ceny a závazek v oblasti kvality. Poskytování cennějších technických služeb a celkového řešení je cesta
vedoucí k O. 

Při pohledu do budoucnosti se O-leader soustředí na inovace a vývoj technologie výroby elektroniky jako
vždy a vytrvale usiluje o jednorázovou službu PCB a PCBA s cílem poskytovat prvotřídní služby a vytvářet
větší hodnotu pro naše zákazníky.

KLIKNUTÍM NA TÉTO INFORMACE ：Dodavatel s kontrolovanou impedancí PCB v Číně

 Popis výrobku

https://www.o-leading.com/cz/products/metal-core-pcb-Controlled-impedance-IMS-Insulated-Metal-Substrate-cables-assembly-PCB-Manufacturer.html










Dodavatel PCB 3D tiskáren

https://www.o-leading.com/cz/products/3D-printer-PCB-supplier-Controlled-impedance-PCB-supplier-in-china-China-Rigid-flexible-pcb-on-sale.html


Náš tým





Certifikace







 Schopnost procesu
  Schopnosti výroby PCB   Výrobní schopnosti SMT

Počet vrstev  1Layer-32Layer
Materiál PCB                FR-4, CEM-1, CEM-3, deska na bázi hliníku

Konečná tloušťka mědi  1 / 3oz-12oz

Min Šířka / mezera interní  3,0 mil / 3,0 mil Maximální velikost DPS        510 x 460 mm                           

Min Šířka / rozteč linek
externí

 4,0 mil / 4,0 mil Minimální velikost DPS  50 x 50 mm

Maximální poměr stran
                      

 10: 1 Tloušťka DPS     0,5 - 4,5 mm

Tloušťka desky  0,2 mm - 5,0 mm Tloušťka desky  0,5 - 4 mm

Maximální velikost panelu
(palce)  635 x 1500 mm Minimální velikost

komponent 
 0201

Minimální velikost vrtané díry  4 mil 
  
Standardní součást velikosti
čipu     

 0603 a větší

Tolerance PIated Hole
Tolerance    +/- 3 mil Maximální výška

komponenty  15 mm                                  

BIind / Buried Vias (typy AII)  ANO Min. Rozteč vedení  0,3 mm

Via Fill (vodivý, nevodivý)  ANO                                Hřiště min. BGA  0,4 mm

Základní materiál FR-4, FR-4high Tg.Halogen free material, Rogers, Hliníkový
podstavec,Polyimid, těžká měď

Přesnost umístění  +/- 0,03 mm
Povrchová úprava HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, lmmersion stříbro,lmmersion Cín,

Zlaté prsty, Uhlíkový inkoust

Balení a dodání



 FAQ

1. Jak O-Leading zajišťuje kvalitu?
Náš vysoký standard kvality je dosažen následujícími.
1.1 Proces je přísně řízen podle norem ISO 9001: 2008.
1.2 Rozsáhlé používání softwaru při řízení výrobního procesu
1.3 Nejmodernější zkušební zařízení a nástroje. Např. Létající sonda, rentgenová inspekce, AOI
(Automated Optical Inspector) a ICT (in-circuit testování).
1.4.Dedikovaný tým pro zajištění kvality s procesem analýzy případů selhání
1.5. Průběžné školení a vzdělávání zaměstnanců

2. Jak O-Leading udržuje vaši cenu konkurenceschopnou?
Během posledního desetiletí se ceny mnoha surovin (např. Mědi, chemikálií) zdvojnásobily, ztrojnásobily
nebo ztrojnásobily; Čínská měna RMB posílila o 31% oproti americkému dolaru; A naše pracovní náklady
se také výrazně zvýšily.
O-Leading však udržel naše ceny stabilní. To zcela odpovídá našim inovacím v oblasti snižování nákladů,
předcházení plýtvání a zvyšování efektivity. Naše ceny jsou v tomto odvětví velmi konkurenceschopné na
stejné úrovni kvality.
Věříme v oboustranně výhodné partnerství s našimi zákazníky. Naše partnerství bude oboustranně
výhodné, pokud vám můžeme poskytnout hraniční náklady a kvalitu.



3. Jaké druhy desek může O-Leading zpracovat?
Běžné desky FR4, desky s vysokým obsahem TG a halogenů, Rogers, Arlon, Telfon, desky na bázi hliníku /
mědi, PI atd.

4. Jaká data jsou potřebná pro výrobu PCB a PCBA?
4.1 Kusovník (Bill of Materials) s referenčním označením: popis součásti, název výrobce a číslo dílu.
4.2 Soubory PCB Gerber.
4.3 Výkres výroby PCB a výkres sestavy PCBA.
4.4 Zkušební postupy.
4.5 Jakákoli mechanická omezení, jako jsou požadavky na montážní výšku.

5. Jaký je typický procesní postup pro vícevrstvé DPS?
Řezání materiálu → Vnitřní suchý film → Vnitřní leptání → Vnitřní AOI → Vazba do několika vrstev →
Lisování → Vrtání → PTH → Pokovování panelů → Vnější suchý film → Pokovování vzorů → Vnější leptání →
Vnější AOI → Pájecí maska ​​→ Označení součásti → Povrchová úprava → Směrování → E / T → Vizuální
kontrola.

6. Jaká jsou klíčová zařízení pro výrobu HDI?
Seznam klíčových zařízení je následující: laserový vrtací stroj, lisovací stroj, linka VCP, automatický
expoziční stroj, LDI atd.
Zařízení, která máme, jsou nejlepší v oboru, laserové vrtačky jsou od Mitsubishi a Hitachi, stroje LDI jsou
od Screen (Japonsko), stroje pro automatickou expozici jsou také od Hitachi, všechna z nich umožňují
splnit technické požadavky zákazníka.

7. Kolik typů O-olovnatých povrchů může udělat?
O-vůdce má celou řadu povrchových úprav, jako jsou: ENIG, OSP, LF-HASL, pozlacení (měkké / tvrdé),
imerze stříbra, cínu, stříbření, ponoření cínu, uhlíkové barvy atd. .. OSP, ENIG, OSP + ENIG běžně
používané na HDI, obvykle doporučujeme použít klienta nebo OSP OSP + ENIG, pokud je velikost BGA
PAD menší než 0,3 mm.

8. Jaká je vaše schopnost FPC? Může O-Leading poskytovat také SMT službu?
O-Leading umí vyrábět FPC z jednovrstvé do 8layerové, velikost pracovního panelu může být až 2000 mm
* 240 mm, podrobnosti najdete na stránce „Flexibilita“
Zákazníkovi také poskytujeme službu SMT na jednom místě.

9. Jaké jsou hlavní faktory, které ovlivní cenu PCB?
Materiál;
Povrchová úprava;
Technologické potíže;
Různá kritéria kvality;
Vlastnosti PCB;
Platební podmínky;
Různé výrobní země.

10. Jaká je definice PCB, PWB a FPC a jaký je rozdíl?
PCB je zkratka pro desku plošných spojů;
PWB je zkratka pro Printed Wire Board, což znamená stejný význam jako Printed Circuit Board;
FPC je zkratka pro flexibilní tištěnou desku.

11. Jaké faktory je třeba vzít v úvahu při výběru materiálu pro desku PCB?
Při výběru materiálu pro desky plošných spojů je třeba vzít v úvahu níže uvedené faktory:
Hodnota Tg materiálu by měla být vyšší než provozní teplota;
Materiál s nízkým obsahem CTE má dobrý výkon tepelné stability;



Dobrý tepelný odpor: Normálně se vyžaduje, aby desky plošných spojů odolávaly 250 ℃ po dobu nejméně
50 sekund.
Dobrá rovinnost; S ohledem na elektrické vlastnosti se na vysokofrekvenčních deskách plošných spojů
používá materiál s nízkou ztrátou / vysokou permitivitou; Substrát z polyamidového skelného vlákna
používaný pro flexibilní PCB; Kovové jádro se používá, pokud má výrobek přísný požadavek na odvod
tepla.

12. Jaké jsou přednosti O-leaderu rIgid-flex PCB?
O-lead's rigid-flex PCB má znaky jak FPC, tak PCB, takže jej lze použít v některých speciálních
produktech. Některá část je flexibilní, zatímco druhá část rigidní, může pomoci šetřit vnitřní prostor
produktu, snížit objem produktu a zlepšit výkon.

13. Jak provést výpočet impedance?
Systém kontroly impedance se provádí pomocí některých testovacích kupónů, zařízení SI6000 soft a
zařízení CITS 500s od společnosti POLAR INSTRUMENTS.
Zařízení měří impedanci na reprezentativním kuponu pro konfiguraci kolejí, který nám klient dal určenou
hodnotu a toleranci.


